BAUGRUPPENFERTIGUNG

EMS und das automatisierte Selektivlioten

Schritt halten

Mittelstindische Unternehmen mit eigener Elektronik-Fertigung haben es immer schwerer auf dem Laufenden zu
bleiben. Spezialisierte Fertigungsdienstleister sind hier eine Alternative.

Unternehmen mit einer eigenen Elektro-
nik-Entwicklung und -Fertigung kennen
die aktuellen Herausforderungen: ,Fiir die
Fertigung anspruchsvoller Baugruppen
wie Multilayer-Boards mit BGAs werden
hochste Qualitat zu geringsten Preisen
erwartet. Um hier bestehen zu konnen,
muissen wir mit den neuesten Fertigungs-
technologien, wie z. B. speziellen Selek-

Bild 1: Immer kleinere Bauteile (wie 0402) erfordern hocheffiziente und
prazise Fertigungsanlagen und sehr viel Know-how, um die geringen

Toleranzen einzuhalten

tivlotverfahren arbeiten, beste Ein-
kaufspreise realisieren und auch in der
Serienfertigung eine fehlerfreie High-End-
Bestiickung garantieren®, berichtet And-
reas Fiedler, Senior Key Account Manager
beim EMS-Dienstleister lhlemann.

Anschlussbeinchenlose Chipgehduse wie
das Quad Flat No Leads Package (QFN) mit
plan integrierten Anschliissen in der Un-
terseite des Gehduses erfordern neue Ver-
arbeitungstechniken. Viele Hersteller
nutzen bereits die HDI-Technologie (HDI-
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PCB, High Density Interconnect), um die
Verdrahtungs- und Packungsdichte weiter
zu erh6hen. Multilayer-Platinen-Boards in
sehr hoher Qualitat sind deshalb eine be-
sondere Herausforderung fiir die Ferti-
gung, denn sie erfordern hocheffiziente
und prazise Fertigungsanlagen wie z. B.
Fuji NXT-Linien und sehr viel Know-how,
um die geringen Toleranzen einzuhalten.

(Alle Fotos: Ortgies)

So verfiigt ein aktuelles BGA {iber bis zu
1500 Anschlisse; ein typisches Mainboard
ist mit 1 700 SMDs bestlickt, noch dazu
mit kleinsten Bauformen wie 0402. Die
Positioniergenauigkeit muss sich auf bis
zu 50 um erhoéhen. Zusatzlich steigt die
Vielfalt an Bauteilen pro Baugruppe kon-
tinuierlich an, mit z. B. 300 Rustplatzen in
einer Fertigungslinie.

Flexibilitdt leben

Die immer komplexer werdenden Boards
unterliegen einer hohen Innovationsrate
mit haufigen und kurzfristigen Anderun-
gen. Trotzdem erwarten die Hersteller eine
schnellstmogliche Umsetzung und Liefer-
fahigkeit. Besonders beim Start eines neu-

en Produkts ist es fiir die OEMs erfolgsent-
scheidend, wie schnell das Produkt am
Markt ist. Hier miissen die Ablaufe stim-
men — vom Angebot liber die rasche Be-
schaffung der Bauteile bis zum ersten
Prototypen. Auch beim Anlauf des Pro-
dukts gibt es noch kurzfristige Anderun-
gen, etwa beim Design oder der Bestii-
ckungsliste.

Bild 2: Fiir die Kontrolle von BGA-L6tungen und zur optimalen Einstellung
des jeweiligen Lotprofils nutzt die Ihlemann AG moderne Rontgentech-
nik, da Sichtkontrollen hier nicht méglich sind

Fertigungs-Dienstleister wie die lhlemann
AG sind besser als die meisten OEMs in
der Lage, teure Investitionen in neue Tech-
nologien wie die Rontgenpriiftechnik oder
Selektivitanlagen zu meistern, da sie ihre
Anlagen besser auslasten und die Kosten
aufviele Fertigungsauftrage verteilen kon-
nen.

THTs selektiv I6ten

Bei zweiseitig SMD-bestiickten Leiterkar-
ten ist das Wellenloten fiir bedrahtete
Bauteile nicht mehr méglich. Deshalb wer-
den Drahtteile haufig per Hand gel6tet,
was aber technologische Nachteile hat.
Das Selektiviétverfahren ist hier die bes-
sere Alternative.
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Die klassische Methode, SMDs mit Kleber zu fixieren und mit der
Wellenl6tanlage zu verl6ten, ist bei Bauteilformen kleiner 0603
nicht mehr machbar. Das Problem: Kleine Bauteile wie 0402 mit
einer Grof3e von 1,0 mm x 0,5 mm bieten zu geringe Flachen, um
Klebepunkte zu setzen. Es birgt auch die Gefahr gestorter Lotfla-
chen, weil sich der Kleber unter der zu I6tenden Flache verteilt.
Werden bedrahtete Bauteile (THT) stattdessen per Hand geldtet,
ist der Lotvorgang weniger exakt und kaum reproduzierbar. Hier
kommt das seit langem bekannte Selektiviotverfahren ins Spiel.
SMDs werden dabei beidseitig reflow- und die THT-Bauteile se-
lektiv gelotet.

Immer noch kdnnen in vielen Bereichen bedrahtete Bauteile
nicht durch SMDs ersetzt werden — insbesondere wenn es um
grolRere mechanische Belastungen geht (z. B. bei Steckverbin-
dern oder Schaltern) oder wenn hohe Strome flieBen wie in der
Leistungselektronik. Hier miissen diese Bauelemente weiterhin
mittels Durchsteckmontage auf der Leiterplatte befestigt wer-
den. THT-Bauteile werden dann haufig per Hand gel6tet. In der
Praxis zeigen sich hier allerdings gravierende Nachteile. Um mit

Bild 3: Mit dem automatisierten Selektiviéten kann jede einzelne Lot-
stelle separat programmiert werden

der Lotkolbentemperatur von 350 °C die Zieltemperatur von 230
°C am Bauteilanschluss zu erreichen, muss eine je nach Bauteil
unterschiedlich lange Aufheizphase exakt eingehalten werden.
Um die max. zuldssige Temperatur von 245 °C einzuhalten, ist
viel Erfahrungswissen uber die Baugruppen und das FlieBver-
halten des Zinns gefordert. Jeder Létvorgang ist zwangslaufig
individuell unterschiedlich und kann auch von der gleichen
Person nicht identisch wiederholt werden. Wenn die gewtinsch-
te Temperatur der Lotstelle tiber- oder unterschritten wird, kann
es auBerdem zu Qualitatsproblemen kommen. Eine zu geringe
Temperatur verhindert bei THT-L6tungen den notwendigen
Lotdurchstieg und die intermetallische Phase kann sich nicht
ausreichend ausbilden. Vibrationen und Temperaturwechsel
konnen die Lotverbindung schlieBlich unterbrechen. Ist die
Temperatur zu hoch, besteht die Gefahr der Uberhitzung und
einer Vorschadigung von Bauteilen. Werden z.B. Elektrolytkon-
densatoren zu stark erhitzt, ist zunachst keine Funktions- »

productronic 10 - 2010




storung feststellbar. In der Folge kann es aber zu Kapazitatsein-
bulRen kommen.

Automatisiertes Selektivlioten

Andreas Fiedler verweist auf gute Erfahrungen mit dem automa-
tisierten Selektivloten: ,Der technologische Vorteil des Selektiv-
I6tens besteht vor allem darin, dass es sich um einen geregelten
und sehr gut steuerbaren Prozess handelt, indem die Umgebungs-
bedingungen fiir jede Lotstelle und auch der Lotprozess selbst in
der Selektivitanlage programmiert und liberwacht werden kon-
nen.“

Lottemperatur und Kontaktzeit werden exakt eingestellt: Die
Lotstelle wird in der Selektiviotanlage mit einem Stickstoff-Gas-
strom vorgewdrmt. Dabei umhiillt der Gasstrom die mit Lotzinn
benetzte L6tdlise, wahrend das Lotzinn lber die obere Kante
kontinuierlich abflieBt. Abhdngig von der thermischen Masse der
Leiterkarte und den Erfordernissen der jeweiligen Lotstelle wird
die Vorwarmzeit genau vorgegeben und die Temperatur tiber ein
Messsystem konstant gehalten.

Das Flussmittel wird mit einer Ultraschalldiise nach Vorgabe
genau aufgetragen und auch der Lotzinnpegel wird durch eine
automatisierte Regelung exakt eingehalten. So wird sicherge-
stellt, dass die Lothohe an der Diise immer konstant ist.

Der Nachteil des Selektivlotens ist zunachst, dass der Prozess fiir
jede einzelne Lotstelle definiert werden muss. Nach den Erfahrun-
gen bei lhlemann reduziert sich der Programmieraufwand aller-
dings dadurch, dass Voreinstellungen aus Bibliotheken {ibernom-
men werden kénnen. AuBerdem wird der héhere Aufwand durch
die héhere Qualitdt und durch Zeiteinsparungen bei den Priif- und
Nacharbeitsschritten mehr als ausgeglichen. Es mussten auch
keine Einschrankungen bei den Designregeln vorgenommen wer-
den.Trotz anfanglicher Befiirchtungen, die Abstande zu Nachbar-
bauteilen missten erh6ht werden, zeigte sich das Verfahren sehr
flexibel. Auch Abstande von 2 mm zu umliegenden Bauteilen, die
nicht verlotet werden diirfen, waren noch umsetzbar.

Hohere Qualitat und kiirzere Prozesse

,Durch das Selektiviten kénnen wir bei gleichen Kosten eine
deutlich hohere Qualitdt erreichen und den Fertigungsprozess
beschleunigen. Unsere Qualitatsiiberwachung bestatigt, dass
die Fehlerquote deutlich reduziert wird und wir nach dem Lot-
prozess ein fehlerfreies Board erhalten. Durch geringeren Auf-
wand bei Sichtkontrollen und durch den Wegfall von Nacharbei-
ten wird auRerdem die Durchlaufzeit verkiirzt“, berichtet
Andreas Fiedler.

Trotz des zundchst héheren Investitions- und Programmierauf-
wands konnten die Kosten konstant gehalten werden. Der Einsatz
des Selektivlotens hat sich bei lhlemann auch fiir kleine Losgro-
Ren oder Prototypen bewdhrt. Aufgrund der guten Erfahrungen
wurden deshalb Investitionen in weitere SelektiviGtanlagen be-
reits beschlossen.
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» Link zu lhlemann

20 productronic 10 - 2010



